科研项目简介登记表

	项目名称
	免清洗助焊剂(含水基型)

	项目负责人
	陈智栋
	职称
	教授

	联系方式
	0519-86330234       13775646759

	主要内容简介：

	为适应电子工业迅速发展的需要淘汰氟氯烃类化合物清洗剂保护大气臭氧层国内外很多科研机构和企业已经研制出数种类型的免清洗助焊剂,但是这些助焊剂仍含有卤素或者松香含有卤素的免清洗助焊剂焊后残留物有腐蚀性残留离子量达不到合格标准,有的还腐蚀设备含有松香的助焊剂有轻微的腐蚀性,而且残留的松香会引起吸潮对产品的力学性能和电性能存在潜在的不良影响。固含量过高焊后残留物较多影响产品外观和长期稳定性,更重要的是这些免清洗助焊剂都采用低沸点的醇类如乙醇、甲醇、异丙醇等作溶剂载体，尤其是松香型低固含量免清洗焊剂采用大量有机溶剂其含量在97%以上这些醇类属易挥发的有机化合物。尽管它们对大气臭氧层不产生破坏作用但它们发散在低层大气中会形成光化学烟雾对人类的身体有危害作用，也造成空气污染。因此开发新了型的无松香无VOCs 的环保型助焊剂，并且在些基础上开发了低固含量水基免清洗助焊剂。水基免清洗助焊剂是一种新的环保型免清洗助焊剂这种助焊剂由有机酸类活化剂、脂肪酸酯类润湿剂、醇醚类助溶剂和去离子水组成，其优点有不含卤素可焊性好固体含量低，焊后残留物少无须清洗，绝缘电阻高，用去离子水做溶剂几乎可以完全地免除VOCs 物质，是环保型助焊剂且不易燃烧这种助焊剂性能优良并可以克服现有助焊剂的缺点其使用也更符合环保的要求。其有优良的助焊性，焊后无残留无腐蚀性从而保证印制板焊接后免清洗即可达到清洗后同样的效果。并参考SJ/T 11273 2002和国标等相关标准对所开发的助焊剂进行了各项性能检测。

	主要设备：

	略

	技术经济指标：

	目前市场上大部分助焊剂仍含有卤素或者松香含有卤素的免清洗助焊剂焊后残留物有腐蚀性残留离子量达不到合格标准，从而对对产品的力学性能和电性能存在潜在的不良影响。我处开发的免清洗型助焊剂具有对环境友好、不含卤素、固含量低、残留少，焊接后的板面不需要任何形式的清洗，且绝缘电阻高（高于国家标准的十倍以上）。

针对社会日益提倡的“安全生产、节能减排”的要求，针对目前的免清洗助焊都是一些易燃的醇类物质作为溶剂，使用中易引起火灾给安全生产带来不可避免的隐患，而且有机醇类是重要的化工原料作为溶剂载体大量的挥发掉是一种浪费， 因此开发了新型的无松香无VOCs 的环保水溶型助焊剂。这种新型的水溶性助焊剂同样具有有对环境友好、不含卤素、固含量低、残留少，焊接后的板面不需要任何形式的清洗，且绝缘电阻高等特点。目前这两种助焊剂的市场需求量骤增，尤其是后者目前的市场需求更为迫切。
    目前我处开发的两种型号的助焊剂市场前景广阔,社会经济效益巨大。


